Нові мобільні процесори та перспективи розвитку
Можна сказати, що на ринку мобільних процесорів зараз майже безроздільно панують чіпи, виконані по архітектурі ARM. Незважаючи на це, у компанії ARM Limited, яка займається розробкою і підтримкою цієї архітектури, з'явився серйозний конкурент - компанія Intel. Більшості людей відомо, що Intel є найбільшим виробником процесорів на архітектурі x86, широко використовуються в десктопах і лептопах. Зрозуміло, при випуску мобільних чіпів компанія буде продовжувати використовувати свої розробки, тому її процесори будуть відрізнятися від більш звичних ARM-процесорів. Що ж дає вибір гаджета на процесорі з архітектурою x86 звичайному користувачеві і якими перевагами або недоліками він буде володіти?
Коли мова йде про сучасних мобільних гаджетах з сенсорними екранами, приміром, смартфонах, планшетах і ультрабуках, то з чіпів Intel в них використовуються процесори Atom і Core i3/i5/i7, які володіють певними перевагами, так і недоліками. Наприклад, процесори Atom мають досить низьке енергоспоживання, що дозволяє їх використовувати в смартфонах, а також невисока тепловиділення, що дає можливість встановлювати їх в планшети без активного охолодження, але значно поступаються в продуктивності процесорів Core i3/i5/i7. Останні, в свою чергу, придатні для виконання більшості завдань, що вимагають високої продуктивності (це стосується в тому числі і низьковольтних модифікацій для ультрабуків), але вимагають більше енергії і сильніше нагріваються, вимагаючи більш ємних акумуляторів і активне охолодження. Зупинимося на обох лінійках докладніше.
Мобільні чіпи серії і
 Чергове оновлення процесорів компанії Intel торкнулося мобільного сегменту даних пристроїв. Мобільні енергоефективні чіпи  Core i5-4278U, Core i5-4308U і Core i7-4578U відрізняються наявністю двох фізичних ядер, здатних обробляти чотири потоки даних (технологія Hyper-threading), 3-х (Core i5) або 4-х (Core i7) МБ кеш-пам'яті рівня L3, а також досить потужного інтегрованого графічного ядра Iris 5100. Робочі частоти новинок становлять від 2,6 до 2,9 ГГц, а режим Turbo Boost дозволяє підвищувати їх до 3,1-3,5 ГГц. Традиційно для ULV-чіпів дані рішення можуть похвалитися дуже низьким TDP – усього 28 Вт.

Високопродуктивні мобільні процесори представлені моделями Intel Core i5-4210H, Core i7-4770HQ, Core i7-4870HQ і Core i7-4980HQ. Перша має у своєму арсеналі 2 ядра, які обробляють 4 потоки даних. Тактова частота новинки рівна 2,9 ГГц і може підвищуватися до значення 3,5 ГГц. Також на борту присутні 3 МБ кеш-пам'яті L3 і графічне ядро Intel HD 4600. Рішення лінійки Core i7 можуть похвалитися вдвічі більшою кількістю процесорних ядер, які обробляють 8 потоків, 6-ма МБ кеш-пам'яті L3 і потужним графічним ядром Iris Pro 5200. Так як і в рішенні Intel Core i5, у них застосовується технологія Turbo Boost, яка дозволяє підвищувати тактові частоти ядер процесора. TDP усіх чотирьох новинок становить 47 Вт.

Зведена таблиця технічної специфікації нових процесорів Intel Core i7 / Core i5 з мікроархітектурою Haswell виглядає наступним чином:

	Модель
	Кількість ядер / потоків
	Тактова частота, ГГц
	Кеш-пам'ять L3, МБ
	GPU
	Частота GPU, МГц
	TDP, Вт
	Ціна, $

	Core i5-4210H
	2 / 4
	2,9 / 3,5
	3
	HD 4600
	400 / 1150
	47
	225

	Core i5-4278U
	2 / 4
	2,6 / 3,1
	3
	Iris 5100
	200 / 1100
	28
	315

	Core i5-4308U
	2 / 4
	2,8 / 3,3
	3
	Iris 5100
	200 / 1200
	28
	315

	Core i7-4578U
	2 / 4
	3 / 3,5
	4
	Iris 5100
	200 / 1200
	28
	426

	Core i7-4770HQ
	4 / 8
	2,2 / 3,4
	6
	Iris Pro 5200
	200 / 1200
	47
	434

	Core i7-4870HQ
	4 / 8
	2,5 / 3,7
	6
	Iris Pro 5200
	200 / 1200
	47
	434

	Core i7-4980HQ
	4 / 8
	2,8 / 4
	6
	Iris Pro 5200
	200 / 1300
	47
	623


Оновлення прийшло й у сегмент доступних енергоефективних рішень Intel Bay Trail. Новинки представлені двох- і чотирьохядерними моделями лінійок Intel Celeron і Intel Pentium із частотою від 1,58 до 2,16 ГГц (від 2,25 до 2,6 ГГц у режимі Turbo Boost). Кеш-пам'ять рівня L3 у них відсутня, а кількість кешу L2 рівна 1 або 2 МБ. Особливістю даних рішень є дуже низьке енергоспоживання (від 4,3 до 7,5 Вт) і невисока вартість (від $107 до $161).
	Модель
	Кількість ядер / потоків
	Тактова частота, ГГц
	Кеш-пам'ять L2, МБ
	Частота GPU, МГц
	TDP, Вт
	Ціна, $

	Celeron N2808
	2 / 2
	1,58 / 2,25
	1
	311 / 792
	4,3
	107

	Celeron N2840
	2 / 2
	2,16 / 2,58
	1
	311 / 792
	7,5
	107

	Celeron N2940
	4 / 4
	1,83 / 2,25
	2
	313 / 854
	7,5
	107

	Pentium N3540
	4 / 4
	2,16 / 2,66
	2
	313 / 896
	7,5
	161


 Зведена таблиця технічної специфікації оновлених рішень Intel Bay Trail:

Безперечно, компанія Intel має найбільш передовий техпроцес у виробництві ЦП взагалі. Поки TSMC реалізує перші замовлення на 16-нм чіпи, а Samsung уже створює 14-нм моделі, Intel не тільки продовжує насичувати ринок 14-нм рішень, але й активно планує перехід на рейки 10-нм техпроцесу. Про це свідчить оновлена дорожня карта для клієнтських ПК. Вона прийшла з неофіційних джерел, тому її правдивість залишається під сумнівом.
Мобільні чіпи серії Atom
Компанія Intel представила нове покоління мікропроцесорів на виставці Mobile World Congress 2015.
Процесори серії Atom X3 засновані на 28-нм техпроцесі і позначаються кодовою назвою SoFIA. Ці моделі отримали інтегрований модем LTE а значить призначені для виробників смартфонів, планшетів і Фаблет бюджетного сегмента. Зокрема сюди увійшли Atom x3-C3130 (2x1 ГГц / 3G), Atom x3-C3230RK (4x1,2ГГц / 3G), Atom x3-C3440 (4x1,4 ГГц / LTE). Відомо, що такі компанії як ASUSTeK, Jolla, і ще 20 виробників вже взяли на озброєння Atom X3 «SoFIA» для виробництва своїх пристроїв.
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А ось процесори серії Atom X5/X7, в основі яких лежать технологічні норми 14 нм, об'єднали в єдине сімейство Cherry Trail, що має на увазі їх використання в гаджетах класу high-end. Ці моделі можуть похвалитися вбудованою графікою Intel восьмого покоління.
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Зокрема серію Atom X5 представляють такі моделі як Atom x5-8300 (4x1,8 ГГц) і Atom x5-8500 (4x2,2 ГГц). А от щодо Atom X7 новин не так багато, так як вона представлена ​​поки єдиним рішенням Atom x7-8700 (4x2,4 ГГц).

Перспективи розвитку

Отже, уже в третьому кварталі 2015 року на ринку з'являться 14-нм процесори серії Intel Skylake для платформи Socket LGA1151. У четвертому кварталі 2015 року до них приєднаються енергоефективні версії в BGA-корпусі, які призначені для мобільних систем різної спрямованості: планшетів і ультрабуків (лінійка Intel Core Y з TDP менше 6 Вт), тонких клієнтів (серія Intel Core U з TDP від 15 до 25 Вт) і звичайних або ігрових ноутбуків (серія Intel Core M з TDP до 47 Вт). Що ж стосується високопродуктивної платформи Intel Socket LGA2011-v3, то в ній до третього кварталу 2016 року правитимуть балом моделі серій Intel Haswell-E / Haswell-E Refresh, на зміну яким також прийде лінійка Intel Skylake-E. Цікаво, що раніше вказували на дебют процесорів серії Intel Broadwell-E у першому кварталі 2016 року, однак на даному графіку вони відсутні.




Після Intel Skylake у справу вступить серія Intel Cannon Lake, покликана перевести мікроархітектуру Intel Skylake на норми 10-нм техпроцесу. Вперше вона з'явиться уже в другому кварталі 2016 року для мобільних енергоефективних процесорів серій Intel Core Y і Intel Core U. У четвертому кварталі 2016 року побачимо й оновлені стандартні мобільні процесори серії Intel Core M на базі Intel Cannon Lake. А от на ринку десктопних процесорів у третьому кварталі 2016 року варто очікувати лише появу лінійки Intel Skylake Refresh, яка не привнесе із собою нічого революційно нового. Тому серія Intel Cannon Lake для цього сегменту очікується не раніше 2017 року.

Анонси відомих компаній
Samsung анонсувала масове виробництво першого 14-нм мобільного процесора

Як відомо, компанія Intel першою перейшла на рейки 14-нм техпроцесу при виготовленні процесорів. Однак її лінійка Intel Broadwell у першу чергу націлена на використання в ноутбуках і великих планшетах. На ринку ж смартфонів перший 14-нм процесор з'явиться в компанії Samsung.

Ще під час анонсу 64-бітної моделі Samsung Exynos 7 Octa, створеної на основі 20-нм техпроцесу, фахівці південнокорейської компанії заявили, що вже готується 14-нм його версія. І от днями вона була анонсована офіційно.
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При виробництві новинки використовується технологія 3D FinFET, яка дозволяє досягнути істотного приросту в продуктивності та енергоефективності над традиційним планарним підходом. У перекладі на мову цифр це означає: до 20% приросту швидкості, до 35% зниження енергоспоживання та до 30% підвищення продуктивності.

Оскільки ніяких інших змін у структурі самої 14-нм версії SoC-процесора Samsung Exynos 7 Octa не анонсовано, то можна з високою часткою ймовірності припустити, що вона залишилася колишньою. Тобто використовується дизайн big.LITTLE, який дозволяє об'єднати на одному кристалі 4 ядра ARM Cortex-A57 і аналогічну кількість ядер ARM Cortex-A53. А за графіку відповідає вбудований адаптер Mali T-760.

Протягом цього року й інші процесори компанії Samsung будуть переведені на норми 14-нм техпроцесу FinFET. У зв'язку з таким успіхом, Samsung цілком може розраховувати на збільшення замовлень від інших компаній для виробництва чіпів за їхнім дизайном, але з використанням передового техпроцесу південнокорейської компанії. Особливо враховуючи той факт, що TSMC і Global Foundries поки не мають необхідних виробничих ліній.

Офіційний дебют мобільних APU серій AMD Carrizo і Carrizo-L

Компанія AMD офіційно представила та почала поставки мобільних APU лінійок AMD Carrizo і Carrizo-L. Традиційно в модельному ряду вони поповнили дві серії: енергоефективну AMD E (моделі AMD E1-7010 і AMD E2-7110) та більш продуктивну AMD A (рішення AMD A4-7210, AMD A6-7310 і AMD A8-7410).

Усі вони створені на основі 28-нм техпроцесу із застосуванням дизайну SoC. Завдяки цьому на одному кристалі розмістилися від 2 до 4 процесорних ядер, кеш-пам'ять L2 обсягом 1 або 2 МБ, графічне ядро серій AMD Radeon R2 / R3 / R4 / R5, контролер оперативної пам'яті DDR3 та інші контролери, які раніше входили в мікросхему чіпсету.
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Приємно відзначити, що використовуване графічне ядро має підтримку API DirectX 12. І нехай на сучасні ігри його можливостей може й не вистачити, зате з інтерфейсом операційної системи й прикладних додатків воно без проблем впорається.

Що ж торкається питання енергоефективності, то компанія AMD зазначає істотний прогрес у цій сфері. Зокрема, показники TDP новинок скоротилися до максимум 25 Вт. Мінімальне ж значення знаходиться на рівні 10 – 12 Вт. При цьому відзначається ріст показника продуктивність / ват, не в останню чергу завдяки підтримці нових технологій і оптимізації внутрішньої мікроархітектури.

Порівняльна таблиця технічної специфікації нових мобільних APU компанії AMD:

	Модель
	AMD E1-7010
	AMD E2-7110
	AMD A4-7210
	AMD A6-7310
	AMD A8-7410

	Кількість процесорних ядер
	2
	4
	4
	4
	4

	Базова / динамічна тактова частота, ГГц
	до 1,5
	до 1,8
	до 2,2
	до 2,4
	до 2,5

	Обсяг кеш-пам'яті L2, МБ
	1
	2
	2
	2
	2

	Графічне ядро
	AMD Radeon R2
	AMD Radeon R2
	AMD Radeon R3
	AMD Radeon R4
	AMD Radeon R5

	Підтримувана пам'ять
	DDR3-1333
	DDR3-1600
	DDR3-1600
	DDR3-1600
	DDR3-1866

	Показник TDP, Вт
	10
	12 – 15
	12 − 25
	12 − 25
	12 − 25


